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Per rimuovere
e riposizionare

superficiale sono
disponibili metodi
di rilavorazione
alternativi ai tool
costosi

package a montaggio

dispositivi smd

ebbene sia preferibile ricorrere
a tool di rilavorazione impie-
gati in produzione, talvolta essi
non sono disponibili -oppure al di fuo-
ri delle disponibilita economiche- di un
laboratorio ingegneristico. In questi casi
e possibile ricorrere a un metodo di rila-
vorazione a basso costo per rimuovere e
riposizionare gli odierni package a mon-
taggio superficiale. Mediante un traccia-
tore di curve & anche possibile effettuare
test estremamente economici.

l’avvento dei Chip Scale Package ha
comportato indubbi vantaggi per l'intera
industria elettronica. Questi package di
ridotte dimensioni hanno consentito di
minimizzare gli ingombri a bordo della
scheda e reso possibile la realizzazione di
dispositivi come telefoni cellulari e PDA.
La maggior parte delle odierne tecnologie
di packaging sono state opportunamente
ingegnerizzate al fine di ridurre i costi sia
per i costruttori di semiconduttori sia per
gli assemblatori di sistemi. Il limite estre-
mo, rappresentato dalla dimensioni stes-
se del chip di silicio, & stato praticamente

Laminate CSP LLP

MicroSMD TSSOP SOIC
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Fig. 1 - Alcuni tipi di package delle piu recenti generazioni

di T. Mathews e T. Toroni

raggiunto con i package di tipo chip scale
(le cui dimensioni complessive non supe-
rano di 1,2 volte le dimensioni della pia-
strina di silicio).

Molte linee di produzione sono state
riattrezzate in modo da poter gestire ef-
ficacemente questi moderni dispositivi.
Sfortunatamente, spesso risulta difficile
rimuovere e saldare nuovamente questi
package avanzati all’interno di un labo-
ratorio.

Attualmente sul mercato sono dispo-
nibili macchine per la rilavorazione di
package quali CSP, LLP o TSOP: si tratta
per la maggior parte di macchine specia-
listiche, di grandi dimensioni, di utilizzo
non semplice e in generale abbastanza
costose. In molti casi sono al di fuori del-
la portata di un laboratorio di ingegne-
rizzazione.

Appare dunque evidente la necessita di
trovare un’alternativa a basso costo per la
rilavorazione di questi package: nel corso
dell’articolo viene descritto un metodo di
rilavorazione economico che ha fornito
risultati piuttosto soddisfacenti.

I nuovi package

Nella Fig. 1 vengono illustrati alcuni tipi
di package delle pili recenti generazioni:
il comune denominatore & rappresentato
dal fatto che non & possibile utilizzare i
tradizionali metodi di rilavorazione basa-
ti sull’impiego di un saldatore. | package
Laminate CSP, LPP e microSMD possono




causare particolari problemi poiché gli
attacchi per la saldatura sono inaccessi-
bili e posizionati sulla parte posteriore.
| tradizionali metodi di saldatura hanno
un’efficacia limitata in fase di rilavora-
zione. In Fig. 1 vengono riportati anche
i package TSSOP e SOIC: benche questi
ultimi non abbiano terminali nascosti,
possono trarre vantaggio dall’impiego del
metodo di rilavorazione a basso costo
che verra descritto.

Metodi di rilavorazione

Il problema da risolvere & trovare il
metodo piti semplice per effettuare la
rimozione e la saldatura di dispositivi
come quelli riportati in Fig. 1. Nel caso
il laboratorio sia ubicato nei pressi dello
stabilimento, il problema non sussiste in
quanto & possibile utilizzare le attrezza-
ture di rilavorazione presenti in fabbrica.
Molto spesso, invece, i laboratori so-
no lontani dai siti produttivi, per cui la
strada indicata appena sopra non € per-
corribile. Molti laboratori hanno optato
per I'acquisto di stazioni di rilavorazio-
ne del tutto simili a quelle utilizzate in
produzione. Si tratta di sistemi completi
in grado di eseguire la deposizione della
pasta saldante, controllare le temperatu-
re dell’aria calda, sollevare i componenti
con il piatto portacampioni a vuoto, alli-
neare per via ottica i componenti per la
saldatura e via dicendo. In un ambiente
di produzione macchine di questo tipo
sono indispensabili, mentre in un labora-
torio la loro utilith non & cosi assodata. Il
metodo che verra di seguito descritto evi-
denziera come sia possibile effettuare la
rilavorazione dei package smd sfruttando
un’apparecchiatura del valore di poche
centinaia di dollari.

Questo metodo non & consigliato per
I’ambiente di produzione, ma puo dare
risultati abbastanza soddisfacenti in un
laboratorio: il materiale richiesto & una
pistola ad aria calda, flussante, la pasta
saldante, pinze e una certa dose di espe-
rienza.

Tutti i componenti richiesti sono ripor-
tati nella Fig. 2:

e Pistola ad aria calda: la scelta di que-
sto componente riveste una notevole
importanza. La maggior parte delle
pistole presenti sul mercato sono state
progettate per effettuare la rimozione
della vernice o il restringimento di ca-
lore. Tali pistole solitamente emetto-

Fig. 3 - Apparecchiature opzionali

no troppo calore, un eccessivo flusso
d'aria o un flusso troppo ampio. Seb-

bene la pistola Welller Princess sia sta- -

ta progettato per svolgere compiti di
restringimento di calore, si presta be-
ne per la rilavorazione di componenti
smd, a causa del fatto che eroga un
sottile flusso di aria a bassa velocita.
Un flusso pitr ampio di aria puo riscal-
dare una superficie troppo estesa della
scheda a circuito stampato mentre un
flusso a elevata velocita potrebbe far
volar via i componenti dalla scheda. Il
costo del modello riportato in Fig. 2 si
aggira intorno ai 190 dollari;

e Flussante: unasemplice
penna per |’erogazione
di flussante risulta adat-
ta allo scopo, come
pure un flussante RMA
liquido in bottiglia o in
flacone per erogazione
tramite siringa;

e Pasta saldante: & pos-
sibile utilizzare un filo
saldante con anima di
colofonia del diametro
di circa 0,015” e com-
posizione Sn63/Pb37;

e Prodotti per la rimozio-
ne del flussante: poiché
si opera utilizzando
flussante e saldature di

tipo “no clean” sara necessario proce-
dere alla pulizia della scheda dopo la
procedura di rilavorazione;

Pinzette: utili per posizionare, siste-
mare e maneggiare con delicatezza il
pezzo.

E possibile ricorrere ad altre apparec-

chiature opzionali, riportate in Fig. 3:

e Contasecondi: pud essere utilizzato
per cronometrare il tempo di applica-
zione dell’aria calda;

e Sonda di temperatura a infrarossi: una
sonda di temperatura a basso costo
non a contatto di tipo a infrarossi puod
essere usata per la mi-
sura delle temperature
di riflusso. Per ottenere
buoni risultati non e
obbligatorio effettuare
misure di temperatura.
Il modello rappresen-
tato in figura 3 & una
sonda Raytek MT4;

e Termocoppia: puo es-
sere impiegata per il
controllo della tem-
peratura della scheda.
Per la rilavorazione in

Fig. 4 - Procedura
di rimozione
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